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Titel der Erfindung

Aufbringungs- und Formungsverfahren von Elektretfolien
auf Wanderelektroden

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Aufsiegeln,
Lochen und Beschneiden von Polymerfolien (Elektretfolie) auf
Gegenelektroden, die vorzugsweise fiilr den Aufbau von elek~
troakustischen Wandlern auf Elektretbasis verwendet werden,

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Bei Elektretmikrofonen wird meist die Membran aus Elekiret-
folie (vorzugsweise aus einem Copolymer aus Tetrafluoridthylen
und Hexafluorpropylen, genamnt Teflon FEP) hergestellt, wie
zeBs in der Patentsfhrift US 3 944 756 beschrieben ist.

Da die Teflon FEP-Folie gegeniiber anderen Folien wie z.B.
Polydthylenterephthalat oder Polycarbonat unglinstige mecha-
nische FEigenschaften aufweist, wie z.B. - geringe Zugfestig~
keit, - niedrige Streckgrenze, - groBe Dichte, - groler
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Warmeausdehnungskoeffizient, wird die Elektretfolie in jlingster
Zeit auch auf der Gegenelektrode angeordnet., Da die Gegen-
elektroden bei Kondensatormikrofonen iiblicherweise mit Boh-
rungen versehen sind, miissen diese Bohrungen auch auf die
Elektretfolie iibertragen werden.

Weiterhin ist es notwendig, die Elektretfolie der Aulien-
kontur der Gegenelektrode anzupassen (beschneiden).,

Es ist eine Losung zum Aufbringen der Elektretfolie auf

die Gegenelektrode bekannt (DE - AS 2 254 692, H 04 r /19/00),
bei der ein Film aus dielekirischem Material mittels Uber-
druck auf eine Seite der unbeschichteten Gegenelektrode ge-
drlickt und erhitzt wird. Anschliefend wird mit weiter er-
hohtem Uberdruck der Film an den Bohrungen aufgerissen, wobei
dieser in und hinter den Bohrungen festsiegelt,

Diese Losung weist verschiedene Nachteile auf:

- Es werden zwei verschiedene GroSen von {iberdruck ver-
wendet, zwischen denen umgeschaltet werden muBle

- Das Erwdrmen von Luft unter honem Druck auf Temperaturen,
bei denen Elektretfolie ausreichend erweicht (bei Teflon
FEP um 300 °C), ist technisch sebhr aufwendig und mit ge-
ringem energetischem Wirkungsgréd behaftet,

- Durch den scharfen Luftstrahl konnen Staubpartikel und
andere Verunreinigungen in die erweichte Elektretfolie
gelangen, wodurch die Elektretstabilitidt verloren geht.

- Die Anordnung von Luftdiisen zum Anblasen behindert das
Auflegen der Elektretfolie auf die Gegenelektrode.

- Die Randzone der Elektretfolie ist nach dem Aufsiegeln
unregelmdfig geformt und muB in einem extra Arbeitsgang
beschnitten werden.

- Der zylinderfdrmige Rand der Gegenelektrode ist nicht mit
Elektretfolie beschichtet, was zu einer verminderten
Feuchtstabilitét des Mikrofons fithren kann.
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Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum
Aufbringen, Lochen und Beschneiden von Elektretfolie auf
Gegenelektroden zu entwickeln, das die Qualitdt der Ver-
bindung zwischen Elektretfolie und Gegenelektrode ver-
besgert, die Elektretstabilitat erhdht, die Fertigungs-
technologie vereinfacht und die Ausschufiquote verringert.

Darlepung des Wesens der Erfindung

- Aufgabenstellung
Die Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
zum Aufbringen, Lochen und Beschneiden von Elektretfolie
auf beliebig geformte, gelochte Gegenelkgtroden in einem
Arbeitsgang zu entwickeln, bei dem die Technologie ver-
einfacht, die Haftfestigkeit der aufgesiegelten Elektret-
folie sowie die Elektretstabilitdt erhoht und demzufolge
die Qualitét der Elektret-Gegenelektroden verbessert,
sowie eine groBere Feuchtstabilitédt des Mikrofons er-
reicht werden.

- Merkmale der Erfindung
Erfindungsgemd wird die Aufgabe geldst, indem die Elek-
tretfolie mittels einer Relativbewegung der 1 bis 30 K
oberhalb des Schmelzpunktes der Elektretfolie erwdrmten
Gegenelektrode. zugefiibhrt und unter Einwirkung eines Unter—
druckes an die Gegenelektrode glatt angesaugt und durch
die Warmeeinwirkung aufgesiegelt wird.
Ebenso kann auch die Elektretfolie erst an die noch nicht
iber die Schmelztemperatur erwdrmte Gegenelektrode glatt
angesaugt und diese dann sehr schnell auf Temperaturen
uUber der Schmelztemperatur der Folie gebracht werden.
Durch die Anwendung von Unterdruck etwa im Bereich von
133 Pa bis 40 k Pa wird Staubaufwirbelung vermieden,
sperrige und aufwendige Montagevorrichtungen oberhalb der
Gegenelkktrode entfallen, so daB eine einfache Zufiihrung
der Elektretfolie ermdglicht wird.
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Durch das Ansaugen paf3t sich die Elektretfolie sehr gut
jeder beliebig geformten, gelochten Gegenelektrode an,
ohne dabei beschidigt zu werden. Durch den Unterdruck
wird die Elektretfolie in die Locher hineingesaugt, reillt
auf und wird am Lochrand ebenfalls aufgesiegelt. Infolge
Weiterfilhrung der Relativbewegung der Elektretfolie

wird diese an scharfkantigen Ré&ndern der Gegenelektrode
blindig abgeschmolzen. Um eine vollsténdige Beschichtung
der Zylinderfliche der Gegenelektrode zu erreichen, wird
der Ubergang zwischen Oberflidche und Zylinderwand mit
einem Radius versehen (abgerundet), Dadurch wird die
Feuchtstabilitidt der Elektret-Gegenelektroden wesentlich
verbessert. Die Formierung der Elektretfolie erfolgt
glinstigerweise nach dem Aufsiegeln auf die Gegenelektrode
nach einem der herkommlichen Elektret-Formierungsverfahren.

Ausfiihrungsbeispiel

Anband von Fige 1 wird das Verfehren an einem Ausfilhrungs-
beispiel beschrieben.

Die Gegenelektrode 2 wird suf eine Haltevorrichtung 5
gelegt, deren Durchmessgser kleiner als der der Gegenelektro-
de 2 ist. In die Stirnfladche der Haltevorrichtung 5 sind
Luftkandle 4 so eingearbeitet, daBl alle Locher 3 der
Gegenelektrode 2 auf einem solchen Luftkanal liegen. Durch
den Ansaugstuizen 7 wird im Innern der Haltevorrichtung 5,
Zz«B. mit einer Wasserstrahlpumpe, ein Unterdruck erzeugt.
Diecser fixiert zusdtzlich leicht die Gegenelektrode 2

auf der llaltevorrichtung 5. Mit der Heizung 6 wird die
Haltevorrichtung 5 auf einer Temperatuxr gehalten, die 10 K
iiber der Schmelztenmperatur der Eléktretfolie liegt. Die
Elektretfolie 1 wird jetzt an die Gegenelektrode 2 herane
geflibrt. Durch den Unterdruck legt sie sich faltenfrei an
einer beliebig geformten Oberflédche der Gegenelektrode 2
ane Infolge des Unterdrucks verbleibt keine Luft zwischen
Elektretfolie und Gegenelektrcde. Staub und andere Ver-
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unreinigungen werden wegen der eingeschrénkten Luftstroming
beim Aufsiegeln nicht auf die Elektretfolie gebracht.

Da sie auf Schmelztemperatur erwdrmt wird, wird die Elek-
tretfolie 1 in die Locher 3 der Gegenelektrode 2 hineinge-
zogen, reift auf und wird durch den Luftstrom an den Rand
der Locher 3 gedriickt, wo sie, genau wie auf der glatten
Stirnfldche der Gegenelektrode 2, aufsiegelt.

Wird die Elektretfolie 1 weiter in Richtung Haltevorrich-
tung 5 gefiibrt, so legt gie sich iiber den oberen Radius
der Gegenelektrode 2 an deren Zylinderflédche an.

Da die Elektretfolie 1 auBerhalb der Gegenelektrodenober-
Jéche nicht erwdrmt ist und an der unteren scharfen Kante
der Gegenelektrode 2 eine zusitzliche Kerbwirkung auf-
tritt, wird die BElektretfolie 1 am unteren Rand der Gegen-
elektrode 2 sauber getrennt.

Die aurgesiegelte Blektretfolie haftet so gut an der Ge-
genelektrode, dall die Scherfestigkeit in dexr Grenzschicht
der Gegenelektrode grofer ist als die Zugfestigkeit der
Elektretfolie, d.h. die Elekiretfolie reiBt eher, a2ls daB
sie sich wieder abziehen 1l&8t.

In die auf der Gegenelektrode auilgebrachte Elektretiolie
werden anschlieBend in eirem Formierungsverfshren Ladungs-
trédger gtabil eingespeichert. Dabei kinnen die gebrHuchlichen
Formierungsverfahren wie Elekironenstrshlverfahren,
Koronaentladung, Townsendentladung oder Fliissigkontakt-
verfanren angewandt wexrden.



Jrfindungganspruch

1. Aufbringungs- und Formungsverfahren von Elektretfolie
aufl beliebig gelormie, gelochte Gegenelekitroden und
Erwdrmen der Elekiretfolie, gekennzeichnet dadurch, dal
die klektretlolie mittels einer Relativbewegung der aufl
1 bis 30 K iiber dem Schmelzpunkt der Elektretfolie er-
warmten Gegenelekirode zugefilhrt, durch einen an den
durchgehenden Offnungen der Gegenelektrode anliegenden
Unterdruck von 133 Pa bis 40 x Pa angesaugt, auf die
Ober- bzw. liantelfldchen der Gegenelektrode und in
deren Offnungen aufgesiegelt wird und nachfolgend durch
Weiterfithrung der Relativbewegung an scharfkantigen
Réndern dcr Gepenelektrode abgetremnnt wird.

2. Aufbringungs- und Formungsverfahren nach Punkt 1, ge-
kennzeichnet dadurch, defl bei Gegenelektroden mit ab-
gerundetemn Ubcrgans zwischen Oberfldche wnd Zylinader-
wana die gesamle Oberfléche der Elektrode, einscnlicRlich
Zylinderwand mit Elektretfolie gecsiepelt wird.

Hierzy 1 Selte Zslichnunian
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